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九州的半導體相關產業



3

九州的半導體及半導體製造裝置的生產額

• 由於全球半導體的需求增加，產量持續保持高水準，2022年IC（積體電路）產值達
到9,964億日圓，這是自2007年以來，15年來首次超過9000億日圓（全日本市佔
率48.5%），接近1兆日圓。

• 此外，由於日本國內外半導體製造商積極的進行設備投資，同年半導體製造設備的
產量達到5,137億日圓（全日本市佔率19.3%）的歷史新高。
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主要半導體及半導體製造設備主要製造商的全球市佔率
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• 主要半導體製造商和半導體製造設備製造商都位於九州。
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【出處】半導體及數位產業戰略(2023 年6月)
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日本企業內容
三菱電機:7.7%、富士電機: 6.1%、東芝: 5.1%、瑞薩: 3.3%、羅
姆: 3.3% 【出處】半導體及數位產業戰略(2023 年6月)



INTER ACTION Corporation 

【長崎市】○新設開發據點

北川精機株式會社 【長崎市】
○新設據點、選址協定

長崎縣

大分縣

雙日株式會社 ・Mexichem Japan株式會社

【北九州市】○建設氟原料製造基地

日本Fin Tech株式會社 宮若工廠
【宮若市】○新建築建設

九州住友電木株式會社
【直方市】○設備加強

福岡縣

KITAHARA WELLTEC株式會社【鳥棲市】
○新工廠建設、選址協定

FUJIFILM Electronic Materials Co.,Ltd.
【菊陽町】○擴建設備

Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式會社 
【菊陽町】○建設新工廠（22/28 、12/16 nm）

大陽日酸株式會社【菊陽町】
○開設保管設施、分店遷移

SUS 株式會社 熊本事業所
【菊陽町】 ○擴建事業所

株式會社 SUMCO【伊萬里市】

○導入強化300mm晶圓產能的設備等

三菱化學株式會社
【北九州市】○加強設備

Coors Tek合同會社【川棚町】
○加強設備

東京應化工業株式會社【菊池市】
○新工廠建設、選址協定

應用電機株式會社 【菊池市】
 ○新工廠建設、選址協定

倉敷紡績株式會社【菊池市】
○建設新建築、選址協定

日本電子材料株式會社 
【菊池市】○建設新建築

平田機工株式會社【菊池市】
○工廠重建及擴建

日信商工株式會社 NISCO熊本
【菊池市】○新設工廠

株式會社荏原製作所 
【南關町】
○新建築建設

第一電材電子株式會社
【山鹿市】○新工廠建設、選址協定

株式會社 SCREEN SPE Service

【益城町】○新建築建設

株式會社 JCU【益城町】
○新工廠建設、選址協定

Yodogawa Hu-Tech株式

會社【益城町】
○新工廠建設

花菱精板工業有限公司【延岡市】
○搬遷擴建

株式會社中園工業所【延岡市】
○新建築建設

京瓷株式會社【諫早市】
○新工廠建設

索尼半導體製造株式會社 長崎TEC
【諫早市】○工廠擴張

Kanken Techno株式會社
【玉名市】
○新工廠建設

Japan Finetech Co., Ltd. 岡崎工廠
【岡垣町】○新建築建設

Tera Probe Inc.【蘆北町】
○設備加強、選址協定

株式會社K・M・K【宇城市】
○新工廠建設、選址協定

三菱電機株式會社功率裝置製作所
【福岡市】
○次世代半導體開發試作棟的建設
○功率半導體後段製程新廠房建設 瑞薩電子株式會社 大分工廠 

【中津市】
○設備加強

株式會社佐佐木精工【豐後高田市】
○新工廠建設（遷移）

株式會社Elia【杵築市】
○設備加強

Yoshikawakogyo RF Semicon Co., Ltd.
【新富町】○工廠擴建／設備加強

三菱電機株式會社【菊池市、合志市】
○SiC晶圓相關新廠房建設及設備加強

京瓷株式會社 國分工廠【霧島市】
○為擴大陶瓷材料事業、MLCC生產容量
而設新工廠

TOFLO CORPORATION 【霧島市】
○搬遷擴建、選址協定

MICRO-CUT CO., LTD. 【霧島市】
○擴建工廠

京瓷株式會社 鹿兒川内工廠【薩摩川内市】
○建設新工廠以加強有機封裝和晶體元件封裝的生產

企業的主要設備投資計畫及選址協議

合計74件、超過2兆5,500億
日圓

(金額是公佈企業部分等的合計額）

九州經濟產業局根據各公司、各縣、經濟產業省等網站的資料製作（截至2021年4月～2023年12月底）

Materials Analysis Technology Inc.
【菊池市】○事開設業所

Nakayama Seimitsu Co.,Ltd 【菊陽
町】○建設新建築

MEC COMPANY LTD. 北九州工廠

【北九州市】○新設製造據點

瑞薩電子株式會社【熊本
市】○設備加強

熊本縣

東京電子九州株式會社【合志市】
○建設感光劑塗佈、顯影設備及清洗設備開發建築

OGIC Co., Ltd. 【合志

市】○設備加強

日本通運株式會社
【益城町】○新設倉庫

索尼半導體製造株式會社 熊本TEC
【合志市】○用地取得（表示）

AIR WATER INC. 【大津町】

○建立半導體等特殊氣體保存倉庫

NRS 株式會社 【大津町】
○新設據點、選址協定

JAPAN MATERIAL Co., Ltd.
【大津町】○選址協定

Shinwa Controls株式會社
【大村市】○新設據點

SUMCO TECHXIV 株式會社 【大村市】
○導入強化300mm晶圓產能的公用事業設備等

株式會社TAKESHITA【大木町】
○設備加強

宮崎縣

佐賀縣

Restar Electronics Corporation【大津町】

○試驗加強設備、選址協定

羅姆株式會社・ LAPIS Semiconductor Co., Ltd. 【國富町】
○新設SiC功率半導體生產據點

Denka株式會社【大牟田市】
○設備加強

株式會社 SUMCO【吉野里町】

○建立300mm矽晶圓生產基礎設施

株式會社岡本工作機械製作所【伊萬里市】

○半導體服務據點擴充

羅姆阿波羅株式會社筑後工廠【筑後市】
○提高電動車等功率半導體的產能

DOWA ECO-SYSTEM Co., Ltd.
【宇城市】 ○新工廠建設

PHENITEC SEMICONDUCTOR 
Corp鹿兒島工廠【湧水町】
○CR地板擴建

errotec Holdings Corporation 
【大津町】○新設據點、選址協定

鹿兒島縣

栄光DESIGN＆CREATION株式會社
【大津町】○新設據點、選址協定

Japan Semiconductor Corporation

【大分市】○設備加強

SUZUKI CO.,Ltd.【大分市】
○新建築建設（保管倉庫）

Oita Device Technology Co.,Ltd.
【大分市】○設備加強

株式會社THREEDYNE【益城町】
○新工廠建設、選址協定

株式會社 AK SYSTEM【大分市】
○新工廠建設

KUMASAN MEDIX株式會社【大津町】

○新工廠建設及擴建

株式會社KUMASAN MEDIX 
【菊池市】
○新工廠建設

株式會社KUMASAN MEDI【合志市】
○建設新工廠
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九州半導體產業動向



• 九州地區的半導體相關產業始於1967年三菱電機株式會社熊本工廠的選址設立與營運。
• 1975年以前，為了尋求九州豐富的水源和廉價勞動力，建立了10家半導體製造廠。透過提供

主要用於後段製程的技術，建立了當地合作工廠(創生期)
• 透過深化與當地合作企業的技術提供和技術交流，當地企業進軍製造裝置製造業。此外，還建

立了10個半導體製造事業處。被稱為「九州矽島」。(成長期)
• 1990 年代，主要設備製造商紛紛設立據點並組成當地合作夥伴公司。 (成熟期)

九州半導體產業的形成

6

九州半導體製造據點的動向

時代區分 操業開始年 半導體製造據點名稱 目前運轉中(預定)

1967年 1三菱電機株式會社熊本工廠 1三菱電機株式會社功率裝置製作所熊本工廠

1969年 2九州日本電氣株式會社熊本川尻工廠 2瑞薩半導體製造株式會社

3九州松下電器株式會社鹿兒島事業部 2014年 關閉

4阿波羅電子工業株式會社 3羅姆阿波羅株式會社廣川總社工廠

創生期 1970年 5東京芝浦電氣株式會社大分工廠 4株式會社日本半導體

6東京芝浦電氣株式會社北九州工廠 開始生產IC 2012年 關閉

1973年 7索尼國分半導體株式會社 5索尼半導體製製造株式會社國分TEC

8日本德州儀器株式會社日出工廠 2013年 關閉

1975年 9株式會社仲谷電子製作所 開始生產IC 6Amkor Technology Japan

10日本樂器製造株式會社鹿兒島工廠 7Phenitec Semiconductor Co., Ltd. 鹿兒島工廠

1978年 11株式會社鹿兒島富士通 82012年Amkor Technology

12三菱電機株式會社福岡工廠 開始生產IC 9三菱電機株式會社功率裝置製作所

1979年 13福岡日本電氣株式會社福岡工廠 2014年 關閉

1980年 14宮崎沖電氣株式會社 10LAPIS Semiconductor Co.,Ltd. 宮崎工廠

成長期 1981年 15熊本日本電氣株式會社熊本錦工廠 11瑞薩電子株式會社熊本錦工廠

16羅姆福岡株式會社 12羅姆阿波羅株式會社行橋工廠

1984年 17株式會社九州富士通電子宮崎事業所 13LAPIS Semiconductor Co.,Ltd.國富工廠

18索尼大分株式會社 14索尼半導體製造株式會社大分TEC

19羅姆甘木株式會社 2009年 關閉

1985年 20大分日本電氣株式會社大分工廠 15瑞薩電子株式會社大分工廠

1987年 21索尼長崎株式會社 16索尼半導體製造株式會社株式會社長崎TEC

成熟期 1990年 22羅姆阿波羅設備株式會社 17羅姆阿波羅株式會社筑後工廠

1993年 23旭化成微系統株式會社延岡製作所 2020年 暫停營業

自立期 2000年 24索尼半導體九州株式會社熊本TEC 18索尼半導體製造株式會社熊本TEC

2024年 25 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式會社 19Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式會社



設計／設計公司 37

圖案形成／成膜 19

凸塊 6

晶圓測試／解析 32

回收／再利用 9

後段製程 39

最終測試／分析 48

前
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程
材
料

48

後
段
製
程
材
料

34

設備服務／維護、無塵室、人才支援
77

半導體前段製程設備／治具 30

半導體後段製程設備／治具(包括密封模具) 43

電路設計／形成／控制單元設計 31

基板安裝 30

控制單元 35

評價／分析 28

嵌入式軟體 33

設計  50

機械加工 94

鈑金、焊接、鑄造、
蝕刻等 58

熱處理／表面處理 34

樹脂成形／加工 18

裝置類軟體 28

機械組裝 50

模具 57

機械要素、工具 20

九州的半導體相關產業的構造(988)

生產設備領域(409)電子領域(157)

半導體製造設備(73)半導體領域(272)

註1)以事業所基礎進行計算 註2)跨越多個行業的事業所被重複計算

【出處】九州半導體相關企業供應鏈地圖(2022年3月)

其他相關(77)

7
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按照縣劃分的企業(總公司／事業所)數

企業／事業所等 福岡縣 佐賀縣 長崎縣 熊本縣 大分縣 宮崎縣
鹿兒島

縣
總計

設計／IC 設計公司 25 0 1 5 3 3 0 37

前製程材料(晶圓、藥品、氣體、光罩等) 18 8 4 6 4 6 2 48

圖案形成／成膜 4 0 1 3 5 4 2 19

凸塊製程 4 0 0 1 1 0 0 6

晶圓測試／分析 14 0 1 5 5 5 2 32

回收／再利用 5 0 2 1 0 0 1 9

後製程 8 1 1 10 10 5 4 39

後製程材料(鉛框架、接合材料、封裝材料) 15 5 0 3 2 2 7 34

最終測試／分析 15 1 1 9 14 5 3 48

電路設計／形成／控制單元設計 10 1 5 7 7 1 0 31

基板安裝 6 0 3 5 5 6 5 30

控制單元 8 4 5 7 3 2 6 35

評估／分析 10 0 3 2 4 5 4 28

嵌入式系統軟體 23 0 3 2 3 1 1 33

設計 16 1 4 16 5 3 5 50

機械加工（切削/磨削/陶瓷加工等） 36 6 3 24 11 6 8 94

鈑金/焊接/鑄造/蝕刻等 22 4 3 13 5 2 9 58

熱處理／表面處理 10 4 1 10 3 3 3 34

樹脂形成／加工 5 0 2 8 1 2 0 18

機械要素、工具 9 3 0 2 2 1 3 20

模具 27 3 0 10 10 4 3 57

機械組裝 14 2 3 15 10 2 4 50

裝置軟體 9 2 6 8 3 0 0 28

半導體前製程設備／治具 9 0 4 14 1 1 1 30

半導體後製程維護／治具(包含封裝模具) 18 2 1 9 10 1 2 43

設備服務／維護、無塵室、人才支援 45 0 6 16 6 4 0 77

總計 385 47 63 211 133 74 75 988

註)跨越多個業務領域的企業辦事處和支援機構會重複計算



• 1987年左右，台灣的台積電成立
時，九州已被稱為「九州矽島」 ，
生產了全球10%的半導體。

• 還有美日半導體協議（1986-
1996）、日圓升值（1990年代）、
韓國和台灣的追趕以及以台積電為
代表的代工業務的崛起，此外，由
於日本半導體製造商是一般家電製
造商的一個部門，因此日本製家電
的衰退（90年代）導致了日本半
導體產業的衰退。自前主義也是其
中的原因。

• 在IT泡沫化前（2000年）達到頂
峰後，該行業陷入衰退，2002年
在九州成立了一個組織，名為「九
州半導體創新協會」 （現為「九
州半導體數位創新協會SIIQ 」 ）。

日本半導體產業的衰退和
SIIQ的誕生

9

設立SIIQ

創生期 成長期 成熟期 自立期

2002年

半導體生產額
(趨勢)

1967年
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一般社團法人 九州半導體數位創新協會(暱稱: SIIQ)

企業
７５％

自治體
４％

產業支援
機構
５％

個人會員
９％

大學或高專
７％

SIIQ PROFILE
・作為經濟產業省推進產業群聚計畫推動機構，以振興九州地區的半導體及電

子相關產業為目的而成立
・目前透過產、官、學界合作進行各種活動

・設  立 ： 2002年5月

・會員數 ： 314（2023年12月底時）

・年會費 ： 正會員（6～30萬日圓）

  贊助會員（6～12萬日圓）

・住  址 ： 福岡市博多區

※SIIQ為取自矽（SI）島（I）

九州（Q）的頭文字的暱稱

・事務局組成成員

會員
組成比率

活動內容
『強化不確定性時代的企業變革能力』

在受貿易摩擦和新冠疫情等影響的全球規模之下，不確定性升高的半導體市
場中，支援企業自行透過重組和重編經營資源來強化企業變革能力

SIIQ會員交流會

藤井博信 事務局長

松尾伸也 Nisshinbo Micro Devices AT Co., Ltd. 出身

岩村義久 調往索尼半導體製造

古賀幸治 調往索尼半導體製造

神田誠 調往Mitsubishi Electric Corporation

主要事業內容
①「開放創新／製造深化事業」

產官學合作實現新事業創造
②「活動策劃相關事業」

配合社會的數位化，附著在物件上的系統和服務所產生的效果：提高
事物的競爭力，自行開拓新市場

活動事例的介紹

與各大企業的商務媒合 與海外的
線上商談會

供應鏈地圖

九州半導體人才培育等聯盟

為了培育和確保半導體人才並強化供
應鏈，由國家、九州7個縣和政令指
定都市、產業界和教育界於2022年3
月組成九州半導體人才發展聯盟。
SIIQ擔任營運事務局
【活動內容】

①培育並確保半導體人才
②大型半導體公司與當地企業之間
的合作

③促進與海外的產業交流
※作為本活動的一環，在高專舉辦現

場授課

DX開發研討會

針對教員的企業參觀會 外出授課（熊本工業高中）

操作訓練

支援產學合作

2023年4月變更為一般社團法人九州半導體數位創新協會

• 設立產業群聚計劃推進機構。
• 為活化九州半導體相關產業的產官學合作組織。
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半導體相關產業振興的舉措

九州半導體人才培育等聯盟
【活動概要】



九州經濟產業局將作為事務局，協調產學官的需求和種子。

設置兩個工作小組（人材培育、強化供應鏈）。

（WG事務局為SIIQ ※2）

◆舉措的３個方向性

①培育並確保半導体人才

②強化主要半導體企業與當地企業、用戶企業的交易

③促進與海外的產業交流

◆九州的3個願景

１．九州的任何人都了解「半導體是社會基礎設施的主角」及其價值

＊創造了解半導體的機會並傳達半導體產業的重要性和魅力。

２．九州的人們都能感受到「學習半導體的樂趣」

＊透過產學合作等提供學習機會，建構半導體思維體系。

３．在九州，從事半導體產業的人們能夠真切地感受到「自豪」和

「生活的意義 」

＊創造舒適的工作環境，讓學生和社會人士願意在九州工作。

概 要

⚫ 由國家與自治體、產業界、教育界等組成的「九州半導體人才培育等聯盟」於2022年3月成立，
目的在培育和確保半導體人才並加強供應鏈。

⚫ 由願意與聯盟合作的45家機構啟動，其中來自產業界、學術界和政府、共享「3個舉措的方向性」
和「3個願景」（截至2023年12月底共有97個機構）。

九州半導體人才培育等聯盟

＜主要組成機構＞

◆產：半導體企業、JASM※1、JEITA 等
◆學：九工大、九大、熊大、高專機構 等
◆官：經產省、文科省、各縣政令市、產總研 等

〔事務局〕九州經濟產業局、SIIQ ※2

※1: Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式會社
（台積電、索尼半導體製造株式會社、電裝株式會社的合併公司）
※2: （一社）九州半導體數位創新協會

九州半導體人才培育等聯盟
（2022年3月29日組成）

自治體組成的產學官協議體

福岡縣
(2022年2月)

台灣等
大學或企業等

半導體使用者ー 支援

參與籌劃 合作

全
國
及
其
他
地
區
的
橫
向
展
開

長崎縣
(2022 年2月)

熊本縣
(2022 年3月)

大分縣
(2005年4月)

佐賀縣
(2022 年10月)

※（ ）内為組成時期。九州經濟產業局也參與籌劃

北九州市
(2022 4年7月)

12

宮崎縣
(2023 年12月)
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聯盟與兩個工作小組

九州半導體人才培育等聯盟
（代表幹事：九州經濟產業局長、SIIQ筆頭副會長）

①人才培育WG ②加強供應鏈
WG

※兩個WG於２０２２年５月１８日設置。
※SIIQ負責WG的事務局。

※２０２２年３月２９日設立。
※九州經濟局負責召開會議等行政事務

※包含在兩個WG的活動中

※全體推進

※「促進與海外的產業（包含人才）交流」（３大支柱之1）

※具體性活動的推進（兩個WG）

⚫ 聯盟的舉措是在全體會議中的組成機構之間共享並進行有意識的統一。
⚫ 這些舉措的具體細節和實施將由聯盟下設置的兩個工作小組（WG）負責。WG將

由組成機構和專家參加，事務局由SIIQ擔任。
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（１）九州區域內的半導體人才需求供給斷層、教育與產出潛力的外顯化

（２）半導體產業的橫斷式學習內容檢討、原型試作及效果檢驗

（３）研討、試作用以擴大半導體人才幅員的魅力宣傳內容及效果檢驗

① 九州半導體產業的人才不足，無論短期或中長期均預估達全年1,000人左右。
 ※1根據問卷調查（141家公司作答統計），考量九州半導體相關企業319家（事業領域別的總公司術）後推估。
 ※2短期（1～3年）：2023年～2025年      中長期（4～10年）：2026年～2032年

② 產業界主要為總量區人才不足，需具備堅實的背景（電機與電子、資訊、機械、
 化學、材料、財務、經營）之人才。

⚫ 將九州管轄區內的教育機構（工業高中、高專、大學和研究所等）的理工科人才教育與產出潛力外顯化，
實施與前年度計算出的不足數量之比較和分析。

⚫ 特別是可成為半導體數位產業策略中全球專業人才的各種人才之教育、產出，以及活躍，針對其方向和
與產、學界的合作進行研討。

⚫ 針對以工業高中、高專、大學等（主要為理工科學系）為對象的半導體橫斷式學習內容，討論其短期
與中長期的效果定義、改善方案、檢驗方法等

⚫ 以聯營企業的組成機構合作為核心，研討可學習理論與實踐的內容方案。

⚫ 針對為小學、國中、高中學生、其家長，以及大學等（主要為文科學系）設計的半導體產業的魅力宣
傳內容，討論其短期、中長期效果的定義、改善方案、檢驗方法等。

⚫ 以聯營企業的組成機構合作為核心，研討可激發關切的魅力宣傳內容方案。

２０２２年度 結果

發展性調查

２０２３年度 活動内容
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2023年度 人才培育WG 活動內容



2023年度 強化供應鏈WG 活動內容

（１）深化與擴大用以建構可見面網絡的合作

（２）建構活化九州半導體產業的新商業模式

（３）應對全球供應鏈

⚫ 考量將來與包含TSMC在內等海外企業的交易，實施以全球供應鏈中「汽車電動化與車用半導體｣、｢脫
碳化」、「資訊安全對策」等為焦點的研討會與讀書會。

⚫ 舉辦以BCP（確保災害時物資穩定）為目的之工作坊（WS）３次。 為在參加企業間推動合作的BCP措施，
製作 「災害時相互協力相關合意書」和 「災害時緊急聯絡網」。

⚫ 以「建構活化九州半導體產業的價值鏈」為主題，舉辦2次WS。認識九州半導體產業的優勢與問題，實
施SWOT交叉分析。根據分析結果設定洞悉5年後的理想姿態．並進行了至該階段為止的路線圖討論。今
後也將執行措施，追求更進一步的深化。

⚫ 針對商務行動上十分重要的「智慧財產權的活用與保護」，實施以半導體產業為主題的研討會。此外，
針對公司建構價值鏈的措施與智慧財產權活用情況實施了問卷調查。

⚫ 為實現可見面網絡，實施了3次面對面的企業交流會。

⚫ 參加九州各縣的協議會等集會，介紹聯營企業的措施，強化資訊交流合作。以聯營企業的身分參加中國
地區、東北地區的半導體協議會與研究會舉辦的業務。

⚫ 為加深九州與台灣的措施，簽署「SIIQ✕工業技術研究院（ITRI／台灣）」、「九州大學✕陽明交通大
學（台灣）✕ITRI」的MOU。此外，舉辦由聯營企業、SIIQ、台灣方共同舉辦，以「汽車用半導體市場
需求與趨勢」為主題的「九州與台灣半導體技術國際研討會」。
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